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【令和６(2024)年度 事後評価結果】 

評価 評価基準 

 A＋ 期待以上の成果があった 

〇 A 期待どおりの成果があった 

 A－ 一部十分ではなかったが、概ね期待どおりの成果があった 

 B 十分ではなかったが一応の成果があった 

 C 期待された成果が上がらなかった 

（研究の概要） 

本研究は、負の熱膨張係数を持つペロブスカイト化合物をフィラーとして高分子材料と複合化し、実

質的に熱膨張率が「０（ゼロ）」となる材料を広い温度範囲で開発することを目標としている。 

（意見等） 

 本研究では、革新的負熱膨張材料の開発とそれを用いた熱膨張制御技術の確立を目標として、放射光

を利用した各種構造解析により、負熱膨張を左右する相転移挙動の理解を進め、電荷移動、軌道秩序、

強誘電転移の相転移型巨大負熱膨張の探索も進展している。複合材料の熱膨張係数の設計と検証によ

り、熱膨張予測モデルの構築と、3D プリンティングに必要な負熱膨張微粒子の開発、さらには負熱膨

張フィラー人工構造体の造形が可能となり、当初目的を達成したと言える。負熱膨張セラミック微粒子

を熱膨張抑制剤として社会実装するための事業会社を設立し、実際に多数の会社に試験供給している

ことは意義深い研究成果である。 


